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MEMDODRTIA DESCRIPTIVA
de una Patente de Invencién a nombre de:
Dr. Eugen Dirrwdchter DODUCO, de naciopa-
lidad aslemana, domiciliada en 753 Pforz-
heim, Westliche Karl Friedrich-Str. 61,
(Alemania); por: "PROCEDIMIENTO PARA LA
PRODUCCION DE MATERIALES DE PLATA Y OXI-

DO DE CADMID SUSCEPTIBLES DE SER SOLDADODS"

eeseeees000000000.cceseess

El invento se refiere a un procedimiento para la
praduccién de materiales de plata y 6xido de cadmio suscepti
bles de ser soldados para fines de produccidn de elementos
de contacto mediante oxidacién interna de aleaciones de pla-
ta y cadmio.

Tal como es sabido, los materiales de plata y Oxi~
do de cadmio tienen una muy pequefla tendencia a la soldadurs
y son utilizadas en gran extensifn como revestimientos de con
tactos de aparatos conmutadores o interruptores con elevado
nmero de conmutaciones a bajs y media carga. Los materiales
son producidos predominantemente de acuerdo con el procedi-

miento de la oxidacidn interna de aleaciones de plata y cad-
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mio (memoria de patente briténica 611.813 (1948), H. Schreiner,
Pulvermetallurgie elektrischer Kontakte, Springer-Verlag,
Berlin, G&ttingen, Heidelberg 1964, pdg. 1 166-165).

Los materiales compuestos a base de plata con adi-
ciones de dxidos metdlicos, no obstante, no pueden ser solda-
dos sin més, dado que la suelda moja muy mal la superficie
(H. Schreiner Pulvermetallurgie elektrischer Kentakte, Springer-
Verlag, Berlin, G&ttingen, Heidelberg 1964, pig. 221). Con el
fi; de poder utilizar estos materiales como revestimientos
para contactos aplicados por soldadura, a la capa de plata y
6xido metdlico debe seguir por lo tanto uns capa libre de 6xi
do y susceptible de ser soldada. Asi, por ejemplo, por oxida-
cifbn interna de una aleacidn de Ag/Cd0 provista con una capa
de plata mediante el chapado por laminacién en caliente cono-
cido o por el procedimiento conocido de soldadura por compre-
sidn en el éual no aparece ninguna fase liquida, (memoria de
patente alemana 1.122.812), a por oxidacidn interna de una
aléacién de plata chapada con una suelda dura (memoria de pa-
tente alemana 1.090.484), se obtiene un material de Ag/Cd0 sus-
ceptible de ser socldado. Otro procedimiento conocido para po-
der recubrir por soldadura materiales de Ag/CdD esté caracte-
rizado porque chapas a base de una aleacifin de Ag/Cd son oxi-
dadas por uno de los lados s0lo hasta una profundidad de al-
rededor de 70% del espesor total. El restoc de la capa libre
de.ﬁxido puede entonces ser soldado de modo correcto (memoria
de patente alemana 1,533.235).

<

En el procedimiento del chapado par laminacidn en
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caliente y de la soldadura por compresifn sin fase liquida
(memoria de patente alemana 1.122.812), las dificultades con-
sisten en que frecuentemente aparecen grandes enriquecimientos
en Cd0 en la zona de chepado a causa de un chapado incorrecto,
y el cadmio durante la oxidacifn internas se introduce por diﬁg‘
sién en los lugares defectuosos del chapado y se oxida para
formar éxido de cadmio. En el caso de las chapas recubiertas
mediante chapado por laminacién en caliente existe también el
peligro de la oxidacifn adyacente de la chapa de AgCd y por
consiguiente de un mal chapado.

La eliminacién de estos defectos de chapado - tales
como oxidacifn adyacente de la chapa de AgCd y los enriqueci-
mientos en Cd0 en la zona de chapado - se ha hecho posible
ahora de acuerdo con el invento de manera sorprendentemente sen
cilla. Segin el procedimiento del invento una placa fria a ba-
se de una aleacidn de AgCd es comprimida conjuntamente con una
placa a base de una aleacifén de AgCu y una placa de plata de-
bajo de una prensa hidrdulica & una presién de 0,5 hasta 5
t/cm2 y a8 continuacibn es soldads por compresifn a 8002C con
formacidn de la fase pastosa ; pléstica (S +0C) - de la alea-
cién de AgCu a una presién de 0,5 hasta § t/cmz. El material
chapado de esta manera puede ser & continuacibn laminado a
espesores delgados y oxidado de modo interno. No aparecen en
la zona de chapado ni ampollas ni lugares defectuosos. El con
tenido de Cu de .la aleacién de AgCu se encuentra preferiblemen

te entre 9 y 25% en peso.
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EJEMPLO DE REALIZACION

Una aleacidn de AgCd con un contenido de cadmio de
12% y una adicién de 0,5% de S5n, 0,5% de Sb y 0,3% de Ca es
fundida, es coladé para formar una barre y es alisada o apla~
nada para formar una placs con unas dimensiones de 190 x 130 x S0,
lLe superficie a chapar es limpiada con cepillos. Esta placa de
Agld es colocada sobre la platina de prensa de la prensa hi-
drdulica. Sobre la superficie sometida a capillado de Agld se
dispone una chapa de AgCu y sobre ésta una ghapa de Ag, se so-
mete a recocido blando y se iimpia con cepillos. La platina su-
perior de la prensa hidrdulica es comprimida luego con una pre
sién de 1 t/cm2 sobre esta sucesidn de capas. Después de la
apertura, las éapas comprimidas una sobre otra son envasadas
en hoja de latdn y son soldadas por compresién a 820°C a 1
t/cmz. La barra soldada es laminada hasta 30 mm, es rscocida
en bafio de sales y es laminada adicionalmente en aproximadamen=-
te 50% hasta que se logra un espesor de 2 mm. A partir de la
tira se troquelaﬁ placas y se someten a oxidacifn interna du-
rante 3 dias a 700°C bajo una presibn de oxigeno de 3 atmésfe-
ras menométricas. Después de la oxidacibn interna no puede
verse ninguna ampolla sobre la capa de plata y en la zona de
chapado no se puede ver ninguna estria ni ningdn enriquecimien-

to de 6xido. Siguiendo un ensayo de rotura no puede ser arran-

cada la capa de plata.
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Se reivindica como nuevo y de propia invencién:
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l.- Procedimiento para la produccién de materiales de pla

ta y 6xido de cadmio susceptibles de ser soldados en el cual me-
disnte soldadura por compresidén se une una caha soldada a base
de Aglc una aleaci6n de Ag con la capa de AgCd y el Cd es oxi-
dado en la sucesidn de capas, caracterizado porque entre la ca-
pa de AgCd y la capa de Ag o de alesacién de Ag se dispone una
capa a base de una aleacidn de Ag-Cu, la sucesibn de capas es
soldada por compresién hasta que resulta una fase pastosa o
plédstica (S + oC) de la aleacién de Ag-Cu y es oxidada.

2.- Procedimiento seglin la reivindicacién 1, caracte-
rizado por la utilizacidn de una aleacifn de Ag-Cu con un con-
tenido de Cu entre 9 y 25% en peso.

3,~ Procedimiento segin las reivindicaciones anterio-
res, caracterizado porque la oxidacién interna se lleva a cabo
a 6002 hasta 8002C, preferiblemente a 8002C y a una presién en-
tre 1 y 5, preferiblemente 2 atmésferes manométriceas.

4,- PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION D-E MATERIALES
DE PLATA Y OXIDO DE CADMIO SUSCEPTIBLES DE SER SOLDADOS.

Tal como se describe y reivindica en la presente Me-

moria Descriptiva, que consta de cinco hojas escritas a méqui-

na por unas sola cara,
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